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1.1 適⽤範囲 本規格は電⼦組⽴品の視覚的な品質許容条件を取りまとめたものである。本規格は断⾯評価の

基準ではない。

本ドキュメントは、電気・電⼦組⽴品の製造に要求される許容条件を⺬す。これまでの電⼦組⽴品基準は、原

理と技術に重点を置いたより包括的な指導内容を包含していた。本ドキュメントの推奨事項と要求事項を完全

に理解するためには、本ドキュメントをIPC-HDBK-001、IPC-AJ-820およびIPC J-STD-001と共に使⽤することを
勧める。

本規格の中の基準は、組⽴作業を遂⾏するプロセスを定義することを意図するものではなく、また顧客の製品

の修理/改造または変更を認定することを意図するものでもない。例えば、部品の接着基準の存在は、接着の使

⽤を暗⺬/許可/要求するものではない。また、ターミナルに右回りに巻き付けられたリード線の描写は、全て

のリード線/ワイヤーが右回りに巻き付けられることを暗⺬/許可/要求するものではない。

本規格の利⽤者は、本書における適⽤可能な要求事項に関して⼗分な知識を有し、どのように活⽤するかを理

解していることが望ましい(1.3項を参照)。

IPC-A-610は、取扱い、機械的およびワークマンシップの要件を定義するIPC J-STD-001の適⽤範囲外の基準を
含んでいる。表1-1は関係するドキュメントの要約である。

IPC-AJ-820は、本規格の意図に関する情報を提供し、⽬標のコンディションから不良のコンディションへの限
界範囲の移⾏に関する技術的な論理的根拠について説明または拡充展開する解説ドキュメントである。さらに、

性能とは関連するが視覚的な評価⽅法によっては⼀般に⾒分けられないプロセス上の注意事項について、より

広範囲に理解してもらうための解説情報も提供されている。

表 1-1 関連ドキュメントの概要

ドキュメントの⽬的 �o. 定義

設計基準 IPC-2220-FAM
IPC-7351
IPC-CM-770

より精密な形状、より⾼密度な実装、製品を⽣産するためのより多くのプロセスス
テップを表す3つの複雑性レベル (レベルA、B、C)を反映する設計要求条件。

通常の設計プロセスとドキュメントに組み⼊れられる、ベアボードの設計・⾼密度
表⾯実装ベアボードの製造・表⾯実装・スルーホール混載PWB製造を⽀援する部品
と組⽴プロセスのガイドライン。

PCB要求条件 IPC-6010-FAM
IPC-A-600

リジッド、リジッドフレックス、フレックス、その他の種類の回路基板に関する条
件及び許容ドキュメント

最終製品のドキュメント IPC-D-325 顧客または最終製品の要求条件によって設計された、ベアボードの特定の最終製
品必要条件を記述するドキュメント。詳細は顧客⾃⾝の選択または内部基準の
必要条件だけでなく、⼯場内の仕様書またはワークマンシップ標準を参照する場
合もある。

最終製品の基準 IPC J-STD-001 はんだ付け後の電気・電⼦組⽴品の必要条件の基準で、試験・評価の⽅法・頻度
及び⼯程管理条件として要求される能⼒に加え、最終製品の許容限度 (最低条件)特
性を記述している。

許容条件の基準 IPC-A-610 基板及び電⼦組⽴品の様々な特性を図解⼊りで⺬すドキュメントで、最終製品の
性能基準で指⺬される最⼩限度の許容される特性を超える望ましい状態を⺬してい
る。また現場の⼯程管理者が適切な処置の必要性を判断するための様々な管理外
(⼯程改善の必要、不良)のコンディションを反映している。

トレーニングプログラム
(任意)

最終製品の基準、許容条件基準あるいは顧客ドキュメントで詳述された必要条件に
おいて、いずれかの許容条件を履⾏する際の⼯程⼿順及び技術を教育・習得するた
めのドキュメント化された訓練必要条件。

リワークとリペア IPC-7711/7721 コンフォーマルコーティング部品の取外し・取付け・ソルダレジストのリペア・ラ
ミネート材・導体・めっきスルーホールの改造/リペアを⾏う⼿順を⺬すドキュメ
ント。
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